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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Leiter-
plattenanordnung gemäß dem Oberbegriff von An-
spruch 1.

[0002] Seit jeher werden erhebliche Anstrengungen
im Stand der Technik unternommen, die Baugröße
und die Kosten elektronischer Schaltungen, insbe-
sondere von Steuergeräten in Kraftfahrzeugen, zu re-
duzieren und gleichzeitig ein hohes Maß an Flexi-
bilität hinsichtlich der Adaptierbarkeit derselben an
die jeweiligen Einbauerfordernisse zu gewähren. Die
Druckschrift DE 10 2007 046 493 A1 schlägt hierzu
vor, dreidimensionale Schaltungsträgerstrukturen zu
schaffen, die flexibel an variierende Anforderungen
anpassbar sind und eine hohe Integrationsdichte bei
gleichzeitig niedrigen Kosten ermöglicht. Ferner wur-
de zur Anbindung von Peripheriekomponenten an ei-
ne elektronische Steuerschaltung in der Druckschrift
DE 199 55 603 C1 vorgeschlagen, Leiter in einen Lei-
tungsträger, z. B. aus Kunststoff einzubetten, wobei
der Leitungsträger der Einbausituation anpassbar ist.

[0003] Ausgehend hiervon liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine alternative
und auf einfache Weise variabel ausbildbare Leiter-
plattenanordnung vorzuschlagen, welche die kosten-
günstige Herstellung eines flexibel auf die jeweiligen
Installationserfordernisse angepassten Steuergeräts
für ein Kraftfahrzeug ermöglicht.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

[0005] Vorgeschlagen wird erfindungsgemäß eine
Leiterplattenanordnung für ein elektronisches Steu-
ergerät, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, mit ei-
ner Vielzahl miteinander dauerhaft verbundener Lei-
terplatten, wobei eine erste Leiterplatte der Vielzahl
von Leiterplatten eine elektronische Steuerschaltung
aufweist, und wobei wenigstens eine zweite Leiter-
platte der Vielzahl von Leiterplatten zur Anbindung
der Steuerschaltung an eine Peripheriekomponente
ausgebildet ist, wobei sich sämtliche derartige zwei-
te Leiterplatten stirnseitig von der ersten Leiterplatte
wegerstrecken, und wobei sich die erste und sämtli-
che zweite Leiterplatten zueinander benachbart ge-
meinsam flächig erstrecken.

[0006] Vorgeschlagen wird erfindungsgemäß wei-
terhin eine Leiterplattenanordnung, wobei sich we-
nigstens eine zweite Leiterplatte, welche sich von der
ersten Leiterplatte wegerstreckt, hinsichtlich des Fer-
tigungsverfahrens zu ihrer Herstellung von der ersten
Leiterplatte unterscheidet.

[0007] Vorgeschlagen wird erfindungsgemäß auch
eine Leiterplattenanordnung, wobei sich wenigstens
zwei zweite Leiterplatten, welche sich von der ers-

ten Leiterplatte wegerstrecken, hinsichtlich des Fer-
tigungsverfahrens zu ihrer Herstellung von einander
unterscheiden.

[0008] Bei einer erfindungsgemäßen Ausführungs-
form der Leiterplattenanordnung ist wenigstens eine
zweite, sich von der ersten Leiterplatte weg erstre-
ckende Leiterplatte zur Leitungsführung ausgebildet,
insbesondere zur Führung von Leistungsströmen.

[0009] Bei einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform der Leiterplattenanordnung ist wenigs-
tens eine zweite, sich von der ersten Leiterplatte
weg erstreckende Leiterplatte, insbesondere sämtli-
che zweiten Leiterplatten, an die erste Leiterplatte
elektrisch ankontaktiert.

[0010] Bei noch einer weiteren erfindungsgemäßen
Ausführungsform der Leiterplattenanordnung sind
die erste Leiterplatte und die wenigstens eine zwei-
te Leiterplatte an jeweiligen Stirnseiten miteinander
dauerhaft verbunden, insbesondere einander mittels
der Verbindung elektrisch kontaktierend.

[0011] Gemäß einem Aspekt der erfindungsgemä-
ßen Leiterplattenanordnung weisen die erste und
die wenigstens eine zweite Leiterplatte, insbesonde-
re sämtliche zweite Leiterplatten, jeweils stirnseitige
Eingriffselemente auf, insbesondere mittels des Lei-
terplatten-Trägermaterials der jeweiligen Leiterplat-
te gebildete Eingriffselemente, wobei ein Eingriffs-
element insbesondere zur elektrischen Kontaktierung
von erster und zweiter Leiterplatte ausgebildet ist.

[0012] Gemäß einem weiteren Aspekt der er-
findungsgemäßen Leiterplattenanordnung sind die
stirnseitigen Eingriffselemente von erster und zwei-
ter Leiterplatte als ineinander greifende, insbesonde-
re komplementär gebildete Eingriffselemente gebil-
det, insbesondere als Eingriffselemente, welche sich
in der jeweiligen Leiterplattenebene erstrecken.

[0013] Vorgeschlagen wird erfindungsgemäß auch
eine Leiterplattenanordnung, wobei ein stirnseiti-
ges Eingriffselement mehrere, insbesondere diskre-
te, elektrische Ankontaktierstellen ausbildet, insbe-
sondere sämtliche Eingriffselemente.

[0014] Vorgeschlagen wird erfindungsgemäß wei-
terhin eine Leiterplattenanordnung, wobei die ers-
te Leiterplatte und die wenigstens eine zweite Lei-
terplatte mit jeweiligen stirnseitigen Leiterplattenbe-
reichen übereinander liegend miteinander dauerhaft
verbunden sind, wobei die erste und die wenigstens
eine zweite Leiterplatte in dem gebildeten Überlap-
pungsbereich miteinander verbunden sind, insbeson-
dere einander mittels der Verbindung elektrisch kon-
taktierend.
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[0015] Bei einer erfindungsgemäßen Ausführungs-
form der Leiterplattenanordnung sind die erste und
wenigstens eine zweite Leiterplatte unter Einschluss
eines stumpfen Winkels miteinander dauerhaft ver-
bunden.

[0016] Bei einer weiteren erfindungsgemäßen Aus-
führungsform der Leiterplattenanordnung sind die
erste und wenigstens eine zweite Leiterplatte, insbe-
sondere sämtliche zweite Leiterplatten, stoffschlüssig
miteinander verbunden, insbesondere an den stirn-
seitigen Eingriffselementen.

[0017] Bei noch einer weiteren erfindungsgemäßen
Ausführungsform der Leiterplattenanordnung ist ein
Verbindungsbereich der ersten und einer zweiten
Leiterplatte, insbesondere der ersten und sämtlicher
zweiter Leiterplatten, umspritzt.

[0018] Gemäß einem Aspekt der erfindungsgemä-
ßen Leiterplattenanordnung weist die erste und/oder
die zweite Leiterplatte im umspritzten Verbindungs-
bereich ein Ankerelement, insbesondere eine Durch-
gangsöffnung, in der Leiterplatte, insbesondere eine
Bohrung oder eine Anfräsung, auf.

[0019] Gemäß einem weiteren Aspekt der erfin-
dungsgemäßen Leiterplattenanordnung ist die erste
Leiterplatte, insbesondere die Steuerschaltung, mit
wenigstens einem Verbindungsbereich, insbesonde-
re mit sämtlichen Verbindungsbereichen stoffschlüs-
sig umspritzt.

[0020] Gemäß noch einem weiteren Aspekt der
erfindungsgemäßen Leiterplattenanordnung ist die
Steuerschaltung innerhalb des Umspritzmaterials
von einem gegenüber dem Umspritzmaterial separat
gebildeten Gehäuseelement gekapselt, insbesonde-
re einer Kunststoffhaube.

[0021] Vorgeschlagen wird erfindungsgemäß auch
ein Steuergerät, insbesondere ein Getriebesteuerge-
rät, mit einer erfindungsgemäßen Leiterplattenanord-
nung.

[0022] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung
von Ausführungsbeispielen der Erfindung, anhand
der Figuren der Zeichnungen, die erfindungswesent-
liche Einzelheiten zeigen, und aus den Ansprüchen.
Die einzelnen Merkmale können je einzeln für sich
oder zu mehreren in beliebiger Kombination bei einer
Variante der Erfindung verwirklicht sein.

[0023] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0024] Fig. 1 exemplarisch eine Leiterplattenanord-
nung gemäß einer möglichen Ausführungsform der
Erfindung in einer Draufsicht und einer Seitenansicht;

[0025] Fig. 2 und Fig. 3 exemplarisch mögliche
Ausführungsformen eines Verbindungsbereichs ei-
ner Leiterplattenanordnung gemäß der Erfindung in
jeweils einer Draufsicht;

[0026] Fig. 4 und Fig. 5 exemplarisch weitere mög-
liche Ausführungsformen eines Verbindungsbereichs
einer Leiterplattenanordnung gemäß der Erfindung in
jeweils einer Draufsicht, wobei Fig. 5 auch eine Sei-
tenansicht zeigt;

[0027] Fig. 6 exemplarisch eine Leiterplattenanord-
nung gemäß einer weiteren möglichen Ausführungs-
form der Erfindung in einer Draufsicht und einer Sei-
tenansicht;

[0028] Fig. 7 exemplarisch eine Leiterplattenanord-
nung gemäß einer weiteren möglichen Ausführungs-
form der Erfindung in einer Draufsicht und zwei Vari-
anten in je einer Seitenansicht;

[0029] Fig. 8 exemplarisch eine Leiterplattenanord-
nung gemäß noch einer weiteren möglichen Ausfüh-
rungsform der Erfindung in einer Draufsicht und einer
Seitenansicht.

[0030] In den nachfolgenden Figurenbeschreibun-
gen sind gleiche Elemente bzw. Funktionen mit glei-
chen Bezugszeichen versehen.

[0031] Die Fig. 1 bis Fig. 8 zeigen exemplarisch
jeweils eine erfindungsgemäße Leiterplattenanord-
nung 1, welche zur Bildung eines elektronischen
Steuergeräts 2, insbesondere eines Getriebesteuer-
geräts, jeweils für ein Kraftfahrzeug vorgesehen ist.
Mittels einer erfindungsgemäßen Leiterplattenanord-
nung 1 kann allgemein ein elektronisches Gerät ge-
bildet werden.

[0032] Die Leiterplattenanordnung 1 weist zwei oder
mehrere, i. e. eine Vielzahl miteinander dauerhaft ver-
bundener Leiterplatten 3 auf. Mittels der Vielzahl von
Leiterplatten 3, i. e. von Teil-Leiterplatten, ist erfin-
dungsgemäß insbesondere eine einstückige Leiter-
platte gebildet. Deren flächige Erstreckung übersteigt
die der jeweiligen. Teil-Leiterplatten.

[0033] Erfindungsgemäß weist eine erste Leiterplat-
te 3a der Vielzahl von Teil-Leiterplatten bzw. Leiter-
platten 3 eine elektronische Steuerschaltung 4 auf
und weiterhin insbesondere eine Steuerschaltung zur
Bildung des oben erwähnten Steuergeräts 2. Die ers-
te Leiterplatte 3a ist hierbei mit den elektronischen
Komponenten 5 der elektronischen Schaltung 4 be-
stückt und vorzugsweise als hochintegrationsfähige
Leiterplatte, z. B. als HDI-Leiterplatte (High-Density-
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Interconnect-Leiterplatte) mit insbesondere sehr fei-
nen Leiterbahnstrukturen gebildet. Allgemein ist die
erste Leiterplatte 3a z. B. als Multilayer-Leiterplat-
te, insbesondere mit einem Trägermaterial auf Epo-
xidharzbasis, gebildet, insbesondere als FR4-Leiter-
platte. Weitere Leiterplatten-Trägermaterialien oder
Ausbildungsformen der ersten Leiterplatte 3a, insbe-
sondere unter Verwendung steifer Trägermaterialien,
sind daneben selbstverständlich denkbar.

[0034] Weiterhin weist die Leiterplattenanordnung 1
erfindungsgemäß wenigstens eine zweite Leiterplatte
3b der Vielzahl von Leiterplatten 3 auf, welche jeweils
dazu ausgebildet ist, die Steuerschaltung 4 bzw. die
erste Leiterplatte 3a zu vernetzen, insbesondere an
eine Peripheriekomponente des Steuergeräts 2 an-
zubinden, i. e. elektrisch. Vorliegend wird die Viel-
zahl von Leiterplatten 3 vorzugsweise ausschließlich
durch die erste 3a und die Gesamtheit der zweiten
Leiterplatten 3b gebildet.

[0035] Die wenigstens eine zweite Leiterplatte 3b
ist hierbei z. B. eine einfache und kostengünstige
Standard-Leiterplatte, z. B. eine einlagige Leiterplat-
te oder auch eine mehrlagige, welche gegenüber den
Leiterbahnstrukturen der ersten Leiterplatte 3a insbe-
sondere gröbere Strukturen, z. B. eine niedrige Inte-
grationsdichte, aufweist.

[0036] Die wenigstens eine zweite Leiterplatte 3b
ist z. B. ebenfalls mittels eines steifen Trägermate-
rials, insbesondere einem Epoxidharz-Material, und
weiterhin insbesondere FR4, gebildet. Alternativ sind
daneben auch andere Ausbildungsmöglichkeiten der
wenigstens einen zweiten Leiterplatte 3b denkbar.

[0037] Die wenigstens eine zweite Leiterplatte 3b
ist insbesondere zur Leitungsführung ausgebildet, i.
e. zur Führung von Strömen und Signalen hin zu
an die elektronische Schaltung bzw. Steuerschaltung
4 elektrisch anzubindenden Peripheriekomponenten
bzw. von diesen weg. Eine erfindungsgemäße zweite
Leiterplatte 3b ist z. B. zur Anbindung der Schaltung
4 an Peripheriekomponenten in Form von z. B. Ste-
ckern und/oder Sensoren vorgesehen und z. B. vier-
lagig gebildet, Bezugszeichen 3b'. Eine weitere zwei-
te Leiterplatte 3b ist z. B. zur Anbindung der Steuer-
schaltung 4 an Peripheriekomponenten in z. B. Form
von Ventilen vorgesehen und z. B. ebenfalls vierla-
gig gebildet, Bezugszeichen 3b''. Eine weitere zweite
Leiterplatte 3b dient z. B. der Anbindung an eine Pe-
ripheriekomponente in Form einer Leistungselektro-
nik, i. e. eine Powerbox, Bezugszeichen 3b'''. Diese
zweite Leiterplatte 3b''' ist insofern insbesondere z.
B. zur Führung von Leistungsströmen ausgebildet, z.
B. einlagig.

[0038] Hinsichtlich der Fertigungstechnik bzw. des
Fertigungsverfahrens zu ihrer Herstellung unter-
scheidet sich hierbei die wenigstens eine zweite Lei-

terplatte 3b von der ersten Leiterplatte 3a. Zur Her-
stellung der Leiterplatte 3a wird z. B. ein im Vergleich
mit der Leiterplatte 3b deutlich aufwändigeres Her-
stellungsverfahren angewendet, z. B. ein Verfahren,
dessen Anzahl an Verfahrensschritten die des Ver-
fahrens zur Herstellung der zweiten Leiterplatte ins-
besondere z. B. übersteigt, z. B. deutlich.

[0039] Erfindungsgemäß unterscheiden sich auch
wenigstens zwei zweite Leiterplatten 3b der Vielzahl
von Leiterplatten 3 hinsichtlich des Fertigungsverfah-
rens bzw. der Fertigungstechnik zu ihrer Herstellung
von einander. Z. B. ist eine der zweiten Leiterplatten
3b zur Führung von Kleinsignalströmen ausgebildet,
z. B. o. a. zweite Leiterplatte 3b' zur Anbindung von
Sensorik, währende eine weitere der zweiten Leiter-
platten 3b zur Führung der Leistungsströme ausge-
bildet ist, z. B. o. a. zweite Leiterplatte 3b''' zur An-
bindung einer Leistungselektronik. Eine solche Lei-
terplatte weist z. B. Kupfer-Inlays bzw. Leiter mit ei-
nem vergrößerten Querschnitt auf und bedingt z. B.
ein gegenüber der weiteren zweiten Leiterplatte 3b'
unterschiedliches Fertigungsverfahren.

[0040] Um erfindungsgemäß ein hochflexibel an-
passbares Design eines Steuergeräts 2 mittels der
erfindungsgemäßen Leiterplattenanordnung 1 zu er-
möglichen, ist vorgesehen, dass sich sämtliche zwei-
te Leiterplatten 3b stirnseitig von der ersten Leiter-
platte 3a wegerstrecken, i. e. an jeweils einer Stirn-
seite 5a der ersten Leiterplatte 3a, z. B. Stoß an Stoß.
Der Begriff stirnseitig bezeichnet hierbei eine Anord-
nung benachbart zu den kleinflächigen bzw. schma-
len Umfangsseiten der Leiterplatten 3a bzw. 3b. Die
Leiterplatten 3 erstrecken sich hierbei erfindungsge-
mäß zueinander benachbart gemeinsam flächig. Mit
anderen Worten erstrecken sich die erste 3a und die
wenigstens eine zweite 3b Leiterplatte im Wesent-
lichen in einer gemeinsamen Ebene, i. e. mit ihren
jeweiligen Leiterplattenebenen, wobei sich eine sehr
flache Leiterplattenanordnung 1 bilden lässt. Durch
die erfindungsgemäß vorgesehene zentrale Anord-
nung der ersten Leiterplatte 3a bzw. der Steuerschal-
tung 4 können die zweiten Leiterplatten 3b zur Anbin-
dung von Peripheriekomponenten somit um die erste
Leiterplatte 3a herum platziert werden, so dass in Ab-
hängigkeit der anzubindenden Peripheriekomponen-
ten und der Einbausituation entsprechend adaptierte
zweite Leiterplatten 3b jeweils mit der ersten Leiter-
platte 3a verbunden werden können, i. e. die jeweils
günstigste Leiterplatte 3b kann je Anbindungsaufga-
be ausgewählt und hochflexibel in den Leiterplatten-
verbund integriert werden.

[0041] Erfindungsgemäß sind hierbei sämtliche
zweiten, sich von der ersten Leiterplatte 3a weg er-
streckenden Leiterplatten 3b an die erste Leiterplat-
te 3a elektrisch ankontaktiert, i. e. dauerhaft. Vor-
zugsweise sind die erste Leiterplatte 3a und die we-
nigstens eine zweite Leiterplatte 3b, insbesondere an
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Stirnseiten 6a, 6b derselben, hierbei auch mecha-
nisch miteinander verbunden, insbesondere einan-
der mittels der Verbindung auch elektrisch kontaktie-
rend. Vorgesehen ist hierbei erfindungsgemäß, dass
die erste 3a und die zweite 3b Leiterplatte jeweils an
einer einzigen Stirnseite 6a, 6b derselben elektrisch
bzw. mechanisch verbunden sind.

[0042] Die Fig. 2 bis Fig. 4 zeigen verschiedene
erfindungsgemäße Leiterplattenanordnungen 1, wel-
che sich hinsichtlich der elektrischen und/oder me-
chanischen Verbindung von erster 3a und zweiter
3b Leiterplatte unterscheiden. Bei den in Fig. 2 und
Fig. 3 gezeigten Beispielen weisen die erste 3a und
die wenigstens eine zweite 3b Leiterplatte, insbeson-
dere z. B. sämtliche zweite Leiterplatten 3b, jeweils
korrespondierende stirnseitige Eingriffselemente 7a,
7b auf, i. e. zur Verbindung untereinander, wobei ein
Eingriffselement 7a, 7b, insbesondere sämtliche, zur
elektrischen Verbindung von erster 3a und zweiter
Leiterplatte 3b vorgesehen ist.

[0043] Mittels derartiger Eingriffselemente 7a, 7b
wird erfindungsgemäß vorteilhaft eine große Kontakt-
fläche zwischen der ersten 3a und der jeweiligen
zweiten 3b Leiterplatte zur Verfügung gestellt, i. e.
an jeweils zum gegenseitigen Eingriff vorgesehenen
Umfangsabschnitten 8a, 8b der Eingriffselemente 7a,
7b. Durch eine korrespondierende Formgebung der-
selben kann zudem eine mechanische Verbindung
der Leiterplatten 3a, 3b zumindest unterstützt oder z.
B. vorteilhaft durch Formschluss erzielt werden.

[0044] Die stirnseitigen Eingriffselemente 7a, 7b von
erster 3a und zweiter 3b Leiterplatte sind vorzugs-
weise integral mit der jeweiligen Leiterplatte 3a bzw.
3b gebildet, insbesondere mittels des bzw. durch
das Leiterplattenträgermaterial(s), und vorzugswei-
se als ineinander greifende, insbesondere korrespon-
dierend bzw. komplementär gebildete Eingriffsele-
mente 7a, 7b. Die stirnseitigen Eingriffselemente 7a,
7b erstrecken sich hierbei jeweils insbesondere in der
Leiterplattenebene der jeweiligen Leiterplatte 3a bzw.
3b.

[0045] Zur Herstellung einer jeweils derart gebilde-
ten ersten 3a oder zweiten 3b Leiterplatte werden z.
B. Materialaussparungen in die jeweilige Leiterplatte
3a bzw. 3b gearbeitet, i. e. stirnseitig, z. B. durch Frä-
sen. Vorgesehen ist erfindungsgemäß insbesondere
die Bildung von Eingriffselementen 7a, 7b in Form ei-
ner Zahn- oder Zinkenstruktur, insbesondere in der
Art einer Nut- und Feder-Verbindung, z. B. Fig. 2
oder Fig. 3. Hierbei können Nut- und Federelemente
im Wesentlichen beliebige zur Verbindung geeignete
Form einnehmen.

[0046] Zur elektrischen Verbindung einer zweiten 3b
mit der ersten 3a Leiterplatte, insbesondere in einem
Verbindungsbereich 9, ist erfindungsgemäß vorgese-

hen, die stirnseitigen Umfangsabschnitte 8a, 8b der
jeweiligen Eingriffselemente 7a, 7b, z. B. eines Ein-
griffselements in Form eines Zahnes bzw. einer Fe-
der oder allgemein eines Vorsprungs, welche zur An-
kontaktierung an der jeweils anderen Leiterplatte 3a
bzw. 3b vorgesehen sind, leitfähig auszubilden, z. B.
zu metallisieren, z. B. Fig. 2, wobei die so gebildeten
leitfähigen Umfangsabschnitte 8a, 8b an Leiterstruk-
turen der jeweiligen Leiterplatte 3a, 3b geeignet an-
gebunden sind.

[0047] Die derart ausgebildeten Eingriffselemente
7a, 7b greifen zur Bildung der erfindungsgemä-
ßen Leiterplattenanordnung 1 ineinander, z. B. form-
schlüssig, wobei vorgesehen ist, die Eingriffselemen-
te 7a, 7b dauerhaft mechanisch und elektrisch kon-
taktierend zu verbinden, z. B. durch stoffschlüssige
Verbindung leitfähiger Umfangsabschnitte 8a, 8b.

[0048] Erfindungsgemäß ist bevorzugt vorgesehen,
z. B. Fig. 3, dass ein einzelnes Eingriffselement 7a,
7b mehrere, insbesondere diskrete, elektrische An-
kontaktierstellen 10a, 10b ausbildet, insbesondere
sämtliche Eingriffselemente 7a, 7b der ersten 3a und/
oder wenigstens einen zweiten 3b Leiterplatte. Durch
die Vielzahl solcher Kontaktstellen 10a, 10b kann
die Verbindung der ersten 3a und zweiten 3b Lei-
terplatte einen hohen Signaldurchsatz problemlos er-
möglichen bzw. eine Vielzahl von Strömen leiten. Die
Mehrzahl diskreter Ankontaktierstellen 10a, 10b ist
an einem Eingriffselement 7a, 7b insbesondere je-
weils an dem stirnseitigen, zur Kontaktierung vorge-
sehenen Umfangsabschnitt 8a, 8b gebildet.

[0049] Zur Bildung der Mehrzahl der Ankontaktier-
stellen 10a, 10b, insbesondere von mehr als zwei An-
kontaktierstellen 10a, 10b je Eingriffselement 7a, 7b,
wird erfindungsgemäß beispielsweise eine zuvor an
einem Umfangsabschnitt 8a, 8b durchgängig aufge-
brachte leitfähige Schicht elektrisch isolierend unter-
brochen, vorteilhaft insbesondere jeweils durch we-
nigstens eine insbesondere stirnseitige Materialaus-
sparung 11, z. B. eine Bohrung oder Anfräsung. Die
derart gebildeten diskreten Kontaktstellen 10a, 10b
können einzeln an die Leiterbahnstruktur der jeweili-
gen Leiterplatte 3a, 3b geeignet elektrisch angebun-
den werden bzw. sein.

[0050] Erfindungsgemäß weist die Leiterplattenan-
ordnung 1 bei einer Variante der Erfindung gemäß
z. B. Fig. 4 eine erste 3a und wenigstens eine zwei-
te 3b Leiterplatte auf, welche miteinander ohne Ein-
griffselemente 7a, 7b verbunden sind, z. B. Stoß
an Stoß. Hierbei weisen die elektrisch verbundenen
Stirnseiten 6a, 6b jeweils Ankontaktierstellen 12a,
12b auf, z. B. in Form korrespondierender metalli-
sierter Abschnitte. Die Ankontaktierstellen 12a, 12b
sind hierbei z. B. auch mechanisch verbunden, z. B.
stoffschlüssig. Die derart gebildete Leiterplattenan-
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ordnung 1 ist insbesondere sehr günstig in der Her-
stellung.

[0051] Bei einer weiteren Variante der Erfindung ge-
mäß z. B. Fig. 5 sind die erste Leiterplatte 3a und
die wenigstens eine zweite Leiterplatte 3b mit jeweili-
gen stirnseitigen Leiterplattenbereichen, i. e. benach-
bart zur Stirnseite 6a, 6b, übereinander liegend mit-
einander dauerhaft verbunden, i. e. in dem gebilde-
ten Überlappungsbereich. Hierzu sind an den jewei-
ligen Leiterplatten 3a, 3b, i. e. deren Oberflächen,
z. B. jeweils komplementäre bzw. korrespondieren-
de Ankontaktierflächen bzw. Pads 13a, 13b, gebil-
det, welche neben der elektrischen Ankontaktierung
auch eine stoffschlüssige Verbindung, i. e. eine me-
chanische Verbindung, ermöglichen, z. B. durch La-
serschweißen oder Löten, z. B. Bügellöten. Alternativ
könnte die elektrische Verbindung hierbei z. B. auch
durch Nieten im Bereich der Ankontaktierflächen 13a,
13b erzeugt werden.

[0052] Bei einer Variante der Erfindung, welche ins-
besondere eine hohe Stabilität der Leiterplattenan-
ordnung 1 ermöglicht, ist vorgesehen, einen Verbin-
dungsbereich 9 der ersten 3a und einer zweiten 3b
Leiterplatte, insbesondere der ersten 3a und sämtli-
cher zweiter 3b Leiterplatten, zu umspritzen bzw. zu
vergießen, i. e. einen Bereich in welchem die erste
3a und die zweite 3b Leiterplatte elektrisch und/oder
mechanisch verbunden sind. Durch das Umspritzen
des jeweiligen Verbindungsbereichs 9 wird eine ro-
buste Anordnung geschaffen, wobei die elektrischen
Verbindungsstellen, z. B. 10a, 10b; 12a, 12b; 13a,
13b, gegen Kurzschlüsse geschützt sind. Zum Um-
spritzen wird hierbei eine Umspritzgießtechnik bzw.
Insert Molding vorgesehen. Als Umspritzmaterial 14
wird z. B. Kunststoff, insbesondere ein Duroplast ver-
wendet.

[0053] Bei einer weiteren Variante der Erfindung, z.
B. Fig. 6, ist die erste Leiterplatte 3a, insbesonde-
re deren elektronische Schaltung bzw. Steuerschal-
tung 4, stoffschlüssig mit wenigstens einem Verbin-
dungsbereich 9, insbesondere mit. sämtlichen Ver-
bindungsbereichen 9 umspritzt. Durch ein derarti-
ges Umspritzen lässt sich eine Kapselung sämtli-
cher Verbindungsbereiche 9 als auch der Steuer-
elektronik 4 insbesondere in lediglich einem Arbeits-
schritt erzielen. Ein Umspritzen kann hierbei derart
ausgeführt sein, dass die erste Leiterplatte 3a beid-
seitig von Umspritzmaterial 14 umgeben ist, i. e.
an der Ober- und der Unterseite bzw. rundum. Ein
solcher umspritzter Verbindungsbereich 9 ist erfin-
dungsgemäß insbesondere an einer Stirnseite 6a der
ersten Leiterplatte 3a gebildet, von welcher sich ei-
ne zweite Leiterplatte 3b wegerstreckt. Insbesonde-
re sind erfindungsgemäß sämtliche derart gebilde-
ten Verbindungsbereiche 9 mit dem Umspritzmate-
rial 14 umspritzt, vorzugsweise untereinander stoff-
schlüssig umspritzt. Ein etwaiges Kühlelement, z. B.

für die Steuerschaltung 4, z. B. eine Kühlplatte 4a,
kann hierbei z. B. vorteilhaft in das Umspritzmaterial
14 eingebettet werden, i. e. im selben Arbeitsgang mit
umspritzt werden.

[0054] Auf vorteilhafte Weise ist die elektronische
Schaltung bzw. Steuerschaltung 4 der Leiterplatten-
anordnung 1 erfindungsgemäß hierbei von einem in
Bezug auf das Umspritzmaterial 14 separat gebil-
deten Gehäuseelement eingehäust bzw. gekapselt
(nicht dargestellt), derart, dass die elektronischen
Bauelemente 5 derselben keinen direkten Kontakt zu
dem Umspritzmaterial 14 haben. Ein derartiges Ge-
häuseelement kann z. B. ein günstiger Kunststoffde-
ckel bzw. eine Haube sein. Im Gegensatz zur direkten
Umspritzung der Elektronikbauelemente 5 ohne eine
Abdeckung erfahren die Bauelemente 5 erfindungs-
gemäß hierbei keinen Stress. Bei einer späteren Ana-
lyse ist die elektronische Schaltung 4 bzw. die Steuer-
elektronik durch Abfräsen des Umspritzmaterials 14
und des Gehäuseelements wieder uneingeschränkt
zugänglich und eine Analyse auf Bauteilebene ist auf
einfache Weise möglich.

[0055] Auf vorteilhafte Weise kann zur Schaffung ei-
ner besonders robusten Leiterplattenanordnung 1 er-
findungsgemäß vorgesehen sein, im Verbindungsbe-
reich 9, i. e. in der ersten 3a und/oder der zweiten 3b
Leiterplatte zusätzlich wenigstens ein Ankerelement
15 – insbesondere eine Durchgangsöffnung, welche
von Umspritzmaterial 14 durchdringbar ist – zu bil-
den, welches bei Aushärten desselben die Festigkeit
der Verbindung erhöht. Alternativ sind z. B. erhabene
Ankerelemente 15 im Ankontaktierbereich 9 bzw. im
Verbindungsbereich denkbar. Erfindungsgemäß tra-
gen insbesondere die Materialausnehmungen 11 an
den Stirnseiten der Eingriffselemente 7a, 7b, welche
vorteilhaft ebenfalls als Ankerelemente 15 wirken, zu
einer wie vorstehend beschriebenen Verbesserung
der Festigkeit bei Durchtritt von Vergussmasse bzw.
Umspritzmaterial 14 bei.

[0056] Bei einer beispielhaften Ausführungsform ge-
mäß z. B. Fig. 7 ist erfindungsgemäß vorgesehen, die
erste 3a und die wenigstens eine zweite 3b Leiter-
platte unter Einschluss eines stumpfen Winkels mit-
einander dauerhaft zu verbinden. Auch ist denkbar,
mittels z. B. einer Tiefenfräsung einen Leiterplatten-
abschnitt 16 z. B. einer zweiten Leiterplatte 3b gebo-
gen auszubilden, z. B. Fig. 1, Fig. 6, Fig. 7. Derart
wird die Adaptierbarkeit der erfindungsgemäßen Lei-
terplattenanordnung 1 an die Installationsanforderun-
gen weiter erhöht.

[0057] Zur Bildung der Leiterplattenanordnung 1 ist
erfindungsgemäß z. B. vorgesehen, zunächst Ankon-
taktierstellen an der ersten und zweiten Leiterplat-
te zu bilden, z. B. durch Anbringen einer leitfähigen
Schicht an den Eingriffselementen 7a, 7b der jewei-
ligen Leiterplatten 3a, 3b. Anschließend werden die
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Leiterplatten 3a, 3b z. B. mit Bauelementen 5 be-
stückt. Die erste 3a und die wenigstens eine zweite
3b Leiterplatte werden zur Verbindung zusammen-
geführt, z. B. derart, dass die Eingriffselemente 7a,
7b in einander greifen, woraufhin insbesondere eine
mechanische Verbindung, z. B. eine stoffschlüssige
Verbindung erfolgt, z. B. durch Laserschweißen oder
z. B. Löten. Optional kann. der Verbindungsbereich
9 anschließend abgedeckt werden, z. B. durch ein
Schutzelement 17 in Form eines Aufklebers oder ei-
ner Schutzkappe, z. B. Fig. 2 bzw. Fig. 8.

[0058] Derart kann der Verbindungsbereich 9 vor
elektrischen Kurzschlüssen geschützt und die me-
chanische Stabilität erhöht werden.

[0059] Optional kann der Verbindungsbereich 9 und/
oder die Steuerschaltung 4 wie vorstehend beschrie-
ben mit einem geeigneten Verguss- bzw. Umspritz-
material 15 umspritzt werden, z. B. Fig. 6, so dass
sich eine insbesondere robuste Anordnung bilden
lässt. Durch Verwendung der erfindungsgemäßen
Teil-Leiterplatten 3a, 3b zur Bildung einer erfindungs-
gemäßen Leiterplattenanordnung 1 sind verschiede-
ne Leiterplatten 3 nahezu beliebig kombinierbar, wo-
bei die Leiterplatten 3 so gestaltet werden können,
dass der jeweilige Fertigungsnutzen optimal ausnutz-
bar ist, woraus wiederum geringe Fertigungskosten
resultieren.
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1 Leiterplattenanordnung
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3 Leiterplatte
3a erste Leiterplatte
3b zweite Leiterplatte
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16 Leiterplattenabschnitt
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Patentansprüche

1.  Leiterplattenanordnung (1) für ein elektronisches
Steuergerät (2), insbesondere für ein Kraftfahrzeug,
gekennzeichnet durch eine Vielzahl miteinander dau-
erhaft verbundener Leiterplatten (3), wobei eine erste
Leiterplatte (3a) der Vielzahl von Leiterplatten (3) eine
elektronische Steuerschaltung (4) aufweist, und wo-
bei wenigstens eine zweite Leiterplatte (3b) der Viel-
zahl von Leiterplatten (3) zur Anbindung der Steuer-
schaltung (4) an eine Peripheriekomponente ausge-
bildet ist, wobei sich sämtliche derartige zweite Lei-
terplatten (3b) stirnseitig von der ersten Leiterplat-
te (3a) wegerstrecken, und wobei sich die erste (3a)
und sämtliche zweite Leiterplatten (3b) zueinander
benachbart gemeinsam flächig erstrecken.

2.    Leiterplattenanordnung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass sich wenigstens eine
zweite Leiterplatte (3b), welche sich von der ersten
Leiterplatte (3a) wegerstreckt, hinsichtlich des Ferti-
gungsverfahrens zu ihrer Herstellung von der ersten
Leiterplatte (3a) unterscheidet.

3.  Leiterplattenanordnung (2) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich wenigstens zwei zweite Leiterplatten (3b),
welche sich von der ersten Leiterplatte (3a) weger-
strecken, hinsichtlich des Fertigungsverfahrens zu ih-
rer Herstellung von einander unterscheiden.

4.  Leiterplattenanordnung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine zweite, sich von der ersten Lei-
terplatte (3a) weg erstreckende Leiterplatte (3b) zur
Leitungsführung ausgebildet ist, insbesondere zur
Führung von Leistungsströmen.

5.  Leiterplattenanordnung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine zweite, sich von der ersten
Leiterplatte (3a) weg erstreckende Leiterplatte (3b),
insbesondere sämtliche zweiten Leiterplatten (3b),
an die erste Leiterplatte (3a) elektrisch ankontaktiert
sind.

6.  Leiterplattenanordnung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Leiterplatte (3a) und die wenigstens
eine zweite Leiterplatte (3b) an jeweiligen Stirnsei-
ten (6a, 6b) miteinander dauerhaft verbunden sind,
insbesondere einander mittels der Verbindung elek-
trisch kontaktierend.

7.  Leiterplattenanordnung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste (3a) und die wenigstens eine zwei-
te (3b) Leiterplatte, insbesondere sämtliche zweite
Leiterplatten (3b) jeweils stirnseitige Eingriffselemen-
te (7a, 7b) aufweisen, insbesondere mittels des Lei-

terplatten-Trägermaterials der jeweiligen Leiterplatte
(3a, 3b) gebildete Eingriffselemente (7a, 7b), wobei
ein Eingriffselement (7a, 7b) insbesondere zur elek-
trischen Kontaktierung von erster (3a) und zweiter
(3b) Leiterplatte ausgebildet ist.

8.    Leiterplattenanordnung (1) nach Anspruch 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die stirnseiti-
gen Eingriffselemente (7a, 7b) von erster (3a) und
zweiter (3b) Leiterplatte als ineinander greifende, ins-
besondere komplementär gebildete Eingriffselemen-
te (7a, 7b) gebildet sind, insbesondere als Eingriffs-
elemente (7a, 7b), welche sich in der jeweiligen Lei-
terplattenebene erstrecken.

9.    Leiterplattenanordnung (1) nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass ein stirnseitiges Ein-
griffselement (7a, 7b) mehrere, insbesondere diskre-
te, elektrische Ankontaktierstellen (10a, 10b) ausbil-
det, insbesondere sämtliche Eingriffselemente (7a,
7b).

10.    Leiterplattenanordnung (1) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Leiterplatte (3a) und die wenigstens ei-
ne zweite Leiterplatte (3b) mit jeweiligen stirnseiti-
gen Leiterplattenbereichen übereinander liegend mit-
einander dauerhaft verbunden sind, wobei die erste
(3a) und die wenigstens eine zweite (3b) Leiterplatte
in dem gebildeten Überlappungsbereich miteinander
verbunden sind, insbesondere einander mittels der
Verbindung elektrisch kontaktierend.

11.  Leiterplattenanordnung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste (3a) und wenigstens eine zweite (3b)
Leiterplatte unter Einschluss eines stumpfen Winkels
miteinander dauerhaft verbunden sind.

12.    Leiterplattenanordnung (1) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste (3a) und wenigstens eine zweite
(3b) Leiterplatte, insbesondere sämtliche zweite Lei-
terplatten (3b), stoffschlüssig miteinander verbunden
sind, insbesondere an den stirnseitigen Eingriffsele-
menten (7a, 7b).

13.  Leiterplattenanordnung (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Verbindungsbereich (9) der ersten (3a) und
einer zweiten (3b) Leiterplatte, insbesondere der ers-
ten (3a) und sämtlicher zweiter (3b) Leiterplatten, um-
spritzt ist.

14.  Leiterplattenanordnung (1) nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste (3a) und/
oder die zweite (3b) Leiterplatte im umspritzten Ver-
bindungsbereich (9) ein Ankerelement (15), insbe-
sondere eine Durchgangsöffnung (11, 15), in der Lei-
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terplatte (3a, 3b), insbesondere eine Bohrung oder
eine Anfräsung, aufweist.

15.  Leiterplattenanordnung (1) nach einem der An-
sprüche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Leiterplatte (3a), insbesondere die Steuer-
schaltung (4), mit wenigstens einem Verbindungsbe-
reich (9), insbesondere mit sämtlichen Verbindungs-
bereichen (9) stoffschlüssig umspritzt ist.

16.  Leiterplattenanordnung (1) nach einem der An-
sprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerschaltung (4) innerhalb des Umspritzmate-
rials (14) von einem gegenüber dem Umspritzmate-
rial (14) separat gebildeten Gehäuseelement gekap-
selt ist, insbesondere einer Kunststoffhaube.

17.    Steuergerät (2), insbesondere ein Getriebe-
steuergerät, gekennzeichnet, durch eine Leiterplat-
tenanordnung (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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